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一、报告简介

观研报告网发布的《中国集成电路封装测试行业发展趋势分析与未来前景研究报告（2024-2
031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略
等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正
确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道
发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践
、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：http://www.chinabaogao.com/baogao/202401/688447.html

报告价格：电子版: 8200元    纸介版：8200元    电子和纸介版: 8500
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二、报告目录及图表目录

集成电路是现代信息产业发展的基础产业之一，具有体积小，重量轻，引出线和焊接点少，
寿命长，可靠性高，性能好等优点，并且成本较低，方便大规模生产，在军事、通讯、汽车
、医疗等领域中都有广泛的应用。而集成电路封装测试是集成电路产品制造的后道工序，主
要作用为集成电路增加防护并提供集成电路和PCB印制电路板之间的关联，随着5G通信、
大数据，自动驾驶等行业发展，集成电路产需求量进一步提升，而这也带动了集成电路封装
测试市场增长，数据显示，在2022年全球封装测试市场规模达到了815亿美元左右。

资料来源：观研天下整理
为了推动集成电路封装测试行业的发展，我国及部分省市发布了一系列行业政策，如2023
年工业和信息化部、财政部发布的《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》提出
面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G通信、智能网联汽车等重点领域，推动电子材料、
电子专用设备和电子测量仪器技术攻关，研究建立电子材料产业创新公共服务平台，发挥好
集成电路材料生产应用示范平台、国家新材料测试评价平台电子材料行业中心等公共服务功
能。
我国及部分省市集成电路封装测试行业相关政策 层级 发布时间 发布部门 政策名称
主要内容 国家级 2020年7月 国务院
新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策 集成电路线宽小于0.5微米(含)
的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业进口自用生产性原材料、消耗品，免征进口
关税。 国家级 2022年12月 中共中央、国务院 扩大内需战略规划纲要(2022-2035年) 全面
提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算
等技术创新和应用。 国家级 2023年2月 中共中央、国务院 质量强国建设纲要 加强专利、
商标、版权、地理标志、植物新品种、集成电路布图设计等知识产权保护，提升知识产权公
共服务能力。 国家级 2023年8月 工业和信息化部、财政部
电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G通信
、智能网联汽车等重点领域，推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关，研究
建立电子材料产业创新公共服务平台，发挥好集成电路材料生产应用示范平台、国家新材料
测试评价平台电子材料行业中心等公共服务功能。 省级 2021年 12月 天津市
天津市制造业数字化转型三年行动方案（ 2021-2023 年 ）
以“芯火”双创基地（平台）为依托，聚焦发展 IC 设计、芯片制造、封装测试、设备、材料
等五大子产业链条，以滨海新区、西青区、津南区为重点区域，开展基于数字技术的高端电
子制造设备及智能集成系统应用、封装测试等环节数字化水平提升，加快推进产业基础高级
化、产业链现代化。 省级 2021年 12月 上海市



观研报告网 www.chinabaogao.com

新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策 优化研发设计人员和企
业核心团队奖励政策。优化研发设计人员支持结构，重点支持承担国家及本市重大攻关任务
的集成电路生产、装备、材料、设计、先进封装测试企业研发设计人员，基础软件、工业软
件、新兴技术软件、信息安全软件企业以及符合国家规划布局导向的大型行业应用软件企业
研发设计人员。 省级 2021年 12月 省级 河南省“十四五”数字经济和信息化发展规划 支持郑
州航空港经济综合实验区发展高端模拟与数模混合芯片，提升硅单晶抛光片产能，推进第三
代化合物半导体生产线、高可靠集成电路封装测试生产线、工业模块电源生产线建设，加快
实现规模化生产，推动半导体封测、切片、磨片、抛光等专用设备产业化。 省级
2022年4月 云南省 云南省“十四五”制造业高质量发展规划 依托昆明高新区做强上游电子浆
料、电子信息材料产业，建设集大尺寸单晶硅片生产、半导体分立器件芯片生产、半导体封
装测试、智能终端制造等为一体的集成电路产业和半导体元器件配套产业。 省级 2023
年9月 河北省 关于支持第三代半导体等5个细分行业发展的若干措施 打造京津冀集成电路产
业集群。鼓励建立京津冀产业链合作激励机制，支持省内第三代半导体企业积极对接京津，
开展产业链合作，打造集设计、制造、封装测试、材料和装备于一体的京津冀集成电路产业
集群。对集群企业参加各类项目申报和试点示范给予倾斜支持。
资料来源：观研天下整理
当前集成电路在各行业都具有重要作用，而集成电路封装测试主要是对集成电路封装进行的
各项测试，来确保封装的质量和性能符合要求。所以集成电路的快速增长也带了集成电路封
装测试市场规模在不断增长，数据显示，在2021年我国集成电路封装测试市场规模达到了2
763亿元，同比增长10.1%。从企业来看，目前我国集成电路封装测试行业相关上市企业主
要有利扬芯片 (688135)、气派科技 (688216)、通富微电 (002156)、华天科技
(002185)和长电科技 (600584)等企业。
我国集成电路封装测试行业相关上市企业情况
公司简称
成立时间
主营业务
竞争优势
利扬芯片 (688135)
2010-02-10
主营业务为集成电路测试方案开发、晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试
相关的配套服务。
产品优势：公司测试平台类型较为多样和丰富，可满足市场上不同设计公司的测试需求，目
前公司拥有爱德万V93K、T2K、T5系列、EVA100，泰瑞达J750、Magnum，Chroma33X
X系列，NISTS系列，AccotestSTS8200，SandtekAstar、Qstar，TELP12、PrecioXL，TS
KUF200、UF3000，Epson8000系列，Hontech1028C，ChipRight8508等测试设备。
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技术优势：公司自成立以来，一直专注于集成电路测试领域，并在该领域积累了多项自主的
核心技术，已累计研发44大类芯片测试解决方案，可适用于不同终端应用场景的测试需求，
完成超过5000种芯片型号的量产测试。
气派科技 (688216)
2006-11-07
集成电路的封装、测试业务
质量优势：公司建立了严格的质量管理体系，完善了工作规范和质量、工艺控制制度，并通
过了ISO9001:2015质量管理体系、IATF14969:2016汽车行业质量管理体系与ISO14001:20
15环境管理体系认证，正在导入六西格玛(6σ)管理工具。
产品优势：公司集成电路封装涉及的产品种类繁多，目前公司的主要封装产品包括MEMS、
FC、Qipai、CPC、SOP、SOT、LQFP、QFN/DFN、CDFN/CQFN、DIP等系列。
通富微电 (002156)
1994-02-04
集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。
生产优势：目前，公司在南通拥有3个生产基地，同时，在苏州、槟城、合肥、厦门也积极
进行了生产布局，产能方面已形成多点开花的局面，有利于公司就近更好地服务客户，争取
更多地方资源。
技术优势：截至 2022 年 12 月 31日，公司累计国内外专利申请达 1383
件，其中发明专利占比约70%;同时，公司先后从富士通、卡西欧、AMD获得技术许可，使
公司快速切入高端封测领域，为公司进一步向高阶封测迈进，奠定坚实的技术基础。
华天科技 (002185)
2003-12-25
集成电路封装测试
资质优势：公司承担了多项国家重大科技专项项目(课题)的研发任务，荣获“中国半导体市场
值得信赖品牌”、“中国半导体市场最具影响力企业”和“中国十大半导体封装测试企业”等荣誉
和称号，多项产品和技术被评为“中国半导体创新产品和技术”。
客户优势：经过十多年的不懈努力，公司已与国内外客户建立了稳定良好的长期合作关系，
并建立了一套行之有效、覆盖较为全面的营销网络，保证了公司能够第一时间接收到市场最
新动态，并对其做出快速、准确的反应。
长电科技 (600584)
1998-11-06

提供全方位的芯片成品制造一站式服务
研发优势：公司在中国和韩国有两大研发中心，拥有“高密度集成电路封测国家工程实验室”
、“博士后科研工作站”、“国家级企业技术中心”等研发平台;并拥有雄厚的工程研发实力和经
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验丰富的研发团队。
专利优势：2022 年度，公司获得专利授权 114 件，新申请专利 278
件。截至本报告期末，公司拥有专利 3019 件，其中发明专利 2427 件(在美国获得的专利为
1465 件)。
资料来源：公司资料、观研天下整理
从企业业绩来看，2023年前三季度利扬芯片营业收入为3.76亿元，同比增长11.53%，归母
净利润为2901.17万元，同比增长13.06%；气派科技营业收入为4.05亿元，同比下降0.52%
，归母净利润为-1.01亿元，同比下降325.43%；通富微电营业收入为159.07亿元，同比增
长3.84%，归母净利润为-6366.65万元，同比下降111.35%。
2023年前三季度我国集成电路封装测试行业相关上市企业营业收入 公司简称 营业收入
同比增长 归母净利润 同比增长 利扬芯片 (688135) 3.76亿元 11.53% 2901.17万元 13.06%
气派科技 (688216) 4.05亿元 -0.52% -1.01亿元 -325.43% 通富微电 (002156) 159.07亿元
3.84% -6366.65万元 -111.35% 华天科技 (002185) 80.68亿元 -11.60% 0.83亿元 -88.23%
长电科技 (600584) 204.30亿元 -17.55% 9.74亿元 -60.30%
资料来源：公司资料、观研天下整理
随着集成电路封装测试行业的发展，当前我国集成电路封装测试项目也是逐渐增多，比如在
2023年6月气派科技新股首发，股票增发募集资金，计划总投资额合计7.063亿元，用于项
目：高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目、第三代半导体及硅功率器件先进
封测项目、偿还银行贷款。
2023年8月通富微电股票增发募集资金，计划总投资额合计25.26亿元，用于项目：微控制
器(MCU)产品封装测试项目、功率器件产品封装测试项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
2023年8月长电科技股票增发募集资金，计划总投资额合计51.15亿元，用于项目：年产36
亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目、年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模
块封装项目。
2023年11月14日，甬矽电子发布公告，为扩大公司在集成电路封测行业的市场规模，控股
子公司甬矽半导体（宁波）有限公司拟投资建设高密度及混合集成电路封装测试项目，项目
总金额预计不超过21.6亿元。预计项目建成并达产后，可新增年产
87000万颗高密度及混合集成电路封装测试。
2024年1月2日，佛山市信展通电子有限公司2024年“同信致远 展通未来”活动暨公司总部落
成仪式在顺德北滘举行。据悉，该项目总投资11亿元，将重点围绕芯片设计、分立器件制造
与集成电路封装测试领域，建设半导体生产研发应用一体化项目。
2023-2024年我国集成电路封装测试行业动态
企业简称
时间
世界
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气派科技
2023年6月
新股首发，股票增发募集资金，计划总投资额合计7.063亿元，用于项目：高密度大矩阵小
型化先进集成电路封装测试扩产项目、第三代半导体及硅功率器件先进封测项目、偿还银行
贷款
通富微电
2023年3月
股票增发募集资金，计划总投资额合计18.08亿元，用于项目：车载品智能封装测试中心建
设、高性能中央处理器等集成电路封装测试项目
2023年8月
股票增发募集资金，计划总投资额合计25.26亿元，用于项目：微控制器(MCU)产品封装测
试项目、功率器件产品封装测试项目、补充流动资金及偿还银行贷款
长电科技
2023年8月
股票增发募集资金，计划总投资额合计51.15亿元，用于项目：年产36亿颗高密度集成电路
及系统级封装模块项目、年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目
甬矽电子
2023年11月
11月14日，甬矽电子发布公告，为扩大公司在集成电路封测行业的市场规模，控股子公司
甬矽半导体（宁波）有限公司拟投资建设高密度及混合集成电路封装测试项目，项目总金额
预计不超过21.6亿元。预计项目建成并达产后，可新增年产
87000万颗高密度及混合集成电路封装测试。
佛山市信展通电子有限公司
2024年1月
1月2日，佛山市信展通电子有限公司2024年“同信致远 展通未来”活动暨公司总部落成仪式
在顺德北滘举行。据悉，该项目总投资11亿元，将重点围绕芯片设计、分立器件制造与集成
电路封装测试领域，建设半导体生产研发应用一体化项目。
资料来源：公开资料、观研天下整理（XD）
注：上述信息仅作参考，具体内容请以报告正文为准。
观研报告网发布的《中国集成电路封装测试行业发展趋势分析与未来前景研究报告（2024-2
031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略
等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正
确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道
发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市
场调研分析。
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行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局
，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面
了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询
机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协
会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中
国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
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